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1. はじめに

　自動車の電子制御がパワートレイン制御，走行安全制
御，および車室内環境制御におけるさまざまな制御へと拡
大するとともに，人とのインターフェース，車車間，およ
び路車間などの情報通信技術の多機能化・高機能化が進ん
でいる。また，これらを総合した究極の制御技術として自
動運転技術の開発も進んでいる。このような方向性の中
で，自動車用制御システムの実装技術に対しては，①シス
テム化（ECU統合によるシンプル化＆高機能化）に対応す
る，小型，高耐熱，高耐振実装技術，②電動化（制御の高
機能・高性能化）に対応する，アクチュエータ一体・大電
流対応実装技術などの飛躍的技術革新が求められてい
る 1),2)。さらに，③電子化・無線化（車両内外の情報通信）
に対応する，入出力機器，EMC技術なども増々重要となっ
てきている。以下，プリント配線板，高密度実装，メカト
ロニクス，センシング，および電磁界インターフェースの
分野に分けて，その現状と展望について述べる。
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2. 車載用プリント配線板

　車載用プリント配線板は使われる部位により，その特徴
や要求スペックが変わる 2)。最近まで，民生分野などの他
分野で開発されてきた技術を取り入れて緩やかに進化して
きた。
　自動運転を中心とする車載向け IoTが伸びてくる中で，
多ピン化，BGA化，狭ピッチ化した LSIの採用が進みだし
ている 2)。
　このような背景のなかで，民生分野向け技術を車載向け
に適用するにあたっては信頼性の検証が重要となる。しか
し，車載のように長寿命を要求する分野では死ぬまでの限
界寿命を検証することが難しい。そこで従来の加速評価よ
りも短期間で寿命評価ができる超加速評価が求められだし
ている。図 1に超加速評価の一つである IST評価 3)を示す。
本評価は通常の温度サイクル試験が温風で冷熱を実現する
のに対して，基板のパターンに電流を流すことで発熱させ
る仕組みであり，高温が可能なことと 1サイクルを 5分に

できるため，数十分の一の時間で実現できる。
　また，近年では車載がエレクトロニクスを牽引していき
つつあり，最初から車載向けをターゲットとして開発され
た技術も生まれるようになってきた。
　はんだ接合部の信頼性を確保するために，基材の横方向
（X－ Y）の CTEを小さくしたものにする技術 4)（図 2）な
ども出ている。また，急速に発展してきているミリ波レー
ダーのアンテナ材料の基材には高速伝送用や無線用に開発
されてきた材料が使われだしている。プリント配線板材料
のミリ波帯特性を測定する必要が生まれている。
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3. 高密度実装

　乗用車 1台に搭載される電子制御装置 (ECU)数は増加傾
向にある 5)。これはエンジン ECUなどのパワートレイン系
ECUに加えて，ナビゲーションシステムなどの情報系
ECU，ステレオカメラモジュールや ADASなどの走行安全
系 ECUなどの高機能システムの搭載数が増加したことによ
る。乗用車への ECU搭載場所は限られるため，ECUの小
型・高密度化は重要課題の一つとなっている 6)。
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図 1.　IST評価

図 2.　基材の横方法 CTE低減技術


